SIWOLAK-Tool

Kritische THT-Lotstellen frihzeitig erkennen

Wellen- und Selektivwellenloten, sind zuverlassige und weit verbreitete Lotprozesse fur das
automatisierte Weichloten von THT-Bauteilen. Besonders im High-Mix Produktionsumfeld
werden THT-Bauteile auf gemischt SMT-THT bestiickten Leiterplatten mittels Selektivwelle
geldtet, um umliegende Bauteile thermisch nicht zu schadigen und gleichzeitig unflexible,
produktspezifische Masken oder Létanlagenkonfigurationen zu vermeiden. Die Beurteilung
der IPC-konformen Létbarkeit, also der Fertigungsgerechtigkeit eines vorliegenden Multilayer
Leiterplattenlayouts, ist jedoch eine Herausforderung in der Produktentwicklung und -fertigung.

Im AIF-IGF Projekt ,Thermische Simulation von Wellen- und Selektivibtprozessen zur
Optimierung des Leiterplattendesigns und der Anlagenparameter fir [|PC-konforme
Kontaktierung von THT-Bauelementen® (SIWOLAK) wurden experimentelle, numerische und
analytische Modelle zur computergestitzten Beurteilung von THT-Lotstellendesigns erforscht.
Zudem wurde ein Excel-Tool entwickelt mit welchem die thermischen Eigenschaften des
Kupferlagendesigns einer konfigurierten Loétstelle hinsichtlich der Lotbarkeit vorab beurteilt
werden kann.

Zur Berechnung des Gesamtprozesses in einem Modell muss das Bauteil und das
Kupferlagendesign zusammen mit den Prozessbedingungen abgebildet werden. Durch die
geeignete Parametrisierung dieser Ersatzschaltbilder kdnnen verschiedene Bauteile und
Lotstellen sowie deren Verhalten im Lotprozess abgebildet werden. Abbildung 1 zeigt die
Benutzeroberflache des Excel-Tools, welches die nachfolgend erlauterten
Berechnungsansatze zusammenfihrt.

Die Validierung des Modells anhand der Létversuchsdaten zeigt eine mittlere Abweichung von
20-30% zwischen Loétversuch und analytischer Vorhersage. Vor dem Hintergrund, dass die
Standardabweichung im Prozess im Bereich von 5-15% liegt und die Beurteilung des
Lotdurchstieges auf manueller optischer oder rontgentechnischer Begutachtung liegt, ist das
Tool trotz der Abweichung eine Hilfestellung zur quantitativen Beurteilung und Identifizierung
thermisch kritischer Lotstellen.
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Abbildung 1:Beschreibung des Bedienfelds fiir das SIWOLAK-Tool

Unterstitzung:

Fur Fragen bezuglich der Anwendung wenden Sie sich bitte an Reinhardt.Seidel@faps.fau.de.
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Das IGF-Vorhaben Nr.: 19539 N / DVS-Nr.: 10.082 der Forschungsvereinigung Schweil3en
und verwandte Verfahren e.V. des DVS, Aachener Str. 172, 40223 Dusseldorf, wurde Uber die
AiF im Rahmen des Programms zur Forderung der industriellen Gemeinschaftsforschung
(IGF) vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages geftrdert.



